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Semiconductor chip contacting method has chip transfer tool mounting 
semiconductor chips in given layout on flexible substrate before fixing via 
common chip fixing tool 
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The contacting method has the active chip 
sides of a number of semiconductor chips 
positioned in chip bonding positions on a 
flexible substrate using an adhesive fluid or 
paste, before fixing via a common chip fixing 
tool (10). The semiconductor chips are initially 
positioned in a required layout on an 
intermediate surface, with subsequent transfer 
to the flexible substrate via a chip transfer tool 
having recesses for each of the chips and 
hardening of the adhesive via application of 
heat and pressure via the chip fixing tool. An 
Independent claim for a semiconductor chip 
contacting device is also included. 
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Die f olgenden Angaben sind den vom Anrnelder eingereichten Uhterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt *' ' ' ' 

•® Verfahren und Vorrichtung zum Kohtaktieren vpn-Halbleiterchips 
® Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfah 
ren und .eine Ahordriung anzugeben, : die eine sehrhohe 
Flip-Criip-Bondprodulctivitat bei sehr guter Kontaktquali- 
tat ermoglichen, orine dass ein Einsatz einer.Vielzahl von 
singularen Thermbden erforderlich ist. 
ErfindungsgemaS ^elingt die Losung der Aufgabe da- 
durch, dass die vorgesehene Anzahl von Halbleiterchips 
gemeinsam mit einem Chipfixiertool fixiert wird, Wobei 
die Halbjeiterchips in einer Zwischenablage so angeord- 
net werden, dass sie der kunftigen Halblaiterchipmuster. 
anprdnung auf dem Substrat eritsprechen, danach die 
Halbleiterchips in der Halbleiterchipmusteranordnung 
rnittels eines Chiptransfertools auf den Abschnitt des 
Substrates gesetzt werden urid anschlieBend mit dem 
Chipfixiertool der Kleber unter Terhperatur- und Druckein- 
wirkung ausgehartet wird und so die Halbleiterchips dau- • 
erhaft elektrisch- und mechnisch auf den Chipbondposi- 
tionen. des Substrates kontakti art werden und dass die 
Vorrichtung eine Zwischenablage, ein Chiptransfertooi 
und ein Chipfixiertool enthalt, wobei das Chiptransfertooi 
Aufnahmen fur ein.oder mehrere Halbleiterchips aufweist 
und das Chiptransfertooi Kanale enthalt, mit derien die 
Halbleiterchips angesaugt werden, und wobei das Chipfi- 
xiertool beheizbar ist und Anschlage aufweist, mit deneh 
es .auf dem Abschnitt des Substrates und/oder auf die 
Substratauflage aufgesetzt wird. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung 
zum Kontaktieren von Halbleiterchips auf einem flexiblen 




BUNDESDRUCKEREI 03.02 102 200/622/1 



11 



0 DE 101 05 

l 

Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vor- 
richtung zum Kohtaktieren von Halbleiterchips auf einem 
flexiblen Substrat, auf dem geflipte Halbleiterchips mittels 5 
Kleber befestigt werden, wobei ein Abschnitt des Substrates 
auf einer Substratauflage zeitweilig gelagert wird und eine 
vorgegebene Anzahl von Halbleiterchips mit ihrer aktiven 
Chipseite mittels fliissigem oder pas tosem Kleber auf vorge- 
sehenen Chipbondpositionen positioniert werden. 10 
[0002] Im Stand der Technik werden ublicherweise hierzu 
das Chip-Bond- Verfahren oder das so genannte Flip-Chip- 
Bond- Verfahren angewendet. 

[0003] Beim Kontaktieren von Halbleiterchips nach dem 
Chip-Bond- Verfahren (Die Bonding), insbesondere beim 15 
flachigen Verbinden der Chipriickseite (die der aktiven Fla- 
che gegenuberliegende Flache) mit einem Chiptrager sind 
die im Folgenden beschriebenen Verfahrensweisen ilblich. 
[0004] Der Chiptrager wird im vorgegebenen Bereich ei- 
nes Bondgerates und ein Halbleiterchip wird in einer exakt 20 
vorgegebenen Lage im Bondgerat positioniert. Danach er- 
folgt der Auftrag von Kleber in vorgegebener Menge auf 
den Chiptrager. Das Halbleiterchip wird aus der vorgegebe- 
nen Lage im Bondgerat entnommen; dabei kann je nach ver- 
wendeter Zufuhrung der Halbleiterchips das Chip von ei-; 25 
nem Gelpack, aus einem Blistergurt, aus einem Waffelpack 
oder aus dem trenngeschlirfenen und geringfugig aufge- 
spreizten Waferverband bzw. aus einer sich anschlieBenden 
Zentrierstation entnommen werden. Danach erfolgt das Ab- 
setzen und ein leichtes Andriicken des Halbleiterchips auf 30 
dem bzw. in das Kleberbett des Chiptragers. Bei einer Ab- 
wandlung des Verfahrens und der zugehorigen apparatetech- 
nischen Anordnung wird der Kleber nicht auf dem Chiptra- 
ger auf getragen, sondern die Chipriickseite des auf der akti- 
ven Seite mit einem speziellen Ansaugwerkzeug festgehal- 35 
tenen Chips mittels eines Dipping- Vorganges (kurzes Tau- 
chen in einen Klebervorrat) mit Kleber beschichtet und da- 
nach auf den Chiptrager abgesetzt. Unabhangig davon, wel- 
ches Kleberauftragsverfahren gewahlt wurde, erfolgt an- 
schlieBend stets ein Harten des Klebers mit einem vorgege- .40 
benen Temperatur-Zeit-Prozess in einer nachfolgenden Sta- 
tion. ~- 

[0005] Beim Flip-Chip^Bonden mittels' Kleber wird nach 
dem Entnehmen der Chips aus der vorgegebenen Lage im 
Bonder die aktive Chipflachenseite, die bei der Entnahme 45 
nach oben (zum Entnahmewerkzeug) zeigt, um 180° nach 
unten gedreht. Vor, wahrend oder nach diesem so genannten 
Flip- Vorgang erfolgt meist eine nochmalige Positionsbe- 
stirnmung und Lageausrichtung des Chips. Auf die exakt 
positionierte Schaltung wird der vorgesehene Kleber als 
Klebepaste oder Klebefilm aufgetragen bzw. der geflipte 
Chip wird mit seiner aktiven Seite in einen bereitgestellten 
Kleber gedipt. AusschlieBlich erfolgt das Absetzen des 
Chips mit der aktiven Seite auf die Schaltung, so dass die 
Kontakthugel (Bumps) des Chips auf den vorgesehenen 
Kontaktfiachen der chipaufhehmenden Schaltung liegen. Im 
Gegerisatz zum Chipbonden muss wahrend des gesamten 
anschlieBenden Kleberharteprozesses standig ein vorgege- 
bener t)ruck auf den Chip ausgeiibt werden, damit die Kon- 
takthugel des Chips standig im Presskontakt, z. T. iibeF ela- 
stische, elektrisch leitende Fulls toffe des Klebers, mit den 
Kontaktfiachen der Schaltung bleiben und der Presskontakt 
durch den geharteten Kleber .in einen elektrischen Dauer- 
kontakt umgewandelt (eingefroren) wird. 
[0006] Da diese Hartezeit erheblich die Produktivitat des 
Flip-Chip- Bonders herabsetzt, werden zwei Losungswege 
beschritten, um. die Produktivitat zu erhohen: 
Zum einen werden Kleber eingesetzt, die eine extrem kurze 
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Hartezeit aufweisen (z. B. 1,5 s). Dabei ist das Chipansaug- 
werkzeug, welches den Chiptransport zur Schaltung aus- 
fuhrt, geheizt und verbleibt mit definiertem Druck wahrend 
des Harteprozesses auf dem Chip. 

[0007] Nachteilig ist hierbei, dass die extrem schnell har- 
tenden Kleber andere wichtige Eigenschaften wie Festig- 
keit, Haftungsverm5gen, Feuchtedichte, angepasster Aus- 
dehnungskoeffizient im allgemeinen nicht optimal erreichen 
und dass diese Kleber bei Hartungsbeginn schlagardg Rest- 
feuchte oder Case freisetzen konnen, die die Hornogenitat 
der Klebung erheblich negativ beeinflussen. 
[0008] Eine andere Losung besteht darin, die Chips im 
Kleberbett abzusetzen, die Schaltung weiterzutransportieren 
und in einer gesonderten Hartevorrichtung, die dem eigent- 
lichen Bondapparat nachgelagert ist, mindestens von der 
Chipseite her (und unterstutzend auch von der Schaltungs- 
seite her) eine Therrnode auf jedes' Chip aufzusetzen und 
mittels Druck und Temperatur den Kleber bei Hartezeiten 
bis 10 Sekunden auszuharten. Einer Chipbondpbsition muss 
. hierbei eine Vielzahi von Hartepositionen nachgelagert wer- 
den. 

[0009] Nachteihg bei dieser Losung ist, dass die Anord- 
nung einer Vielzahi von Thermoden sehr volumen- und ko- 
stenintensiv ist und da^beim Transport der Schaltung von 
Bondpositionen zu Harturigspositionen die Chips auf der 
Schaltung verrutschen konnwi. 

[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren und eine Anordnung der eingangs genannten Art an- 
.zugeben, die eine sehr hone Flip-Chip-Bondproduktivitat 
bei sehr guter Kontaktqualitat ermoglichen, ohne dass ein 
Einsatz einer Vielzahi von singularen Thermoden erforder- 
lich ist. 

[0011] ErrindungsgemaB wird die Aufgabe mit einem Ver- 
fahren, welches die in Anspruch 1 angegebenen Merkmale 
und mit einer Vorrichtung, welche die in Anspruch 5 ange- 
gebenen Aierkmale enthalt, gelost. 

[0012] Vorteilhaf te Ausgestaltungen sind in den Unteran- 
spriichen angegeben. 

[0013] Bei der erfindungsgemaBen Vorrichtung werden: 
Die Chips nach der Entnahme aus dem Waferverband (oder 
aus einer anderen Abholposition) im geflipten Zustand exakt 
so in einer Zwischenablage ablegt, wie es dem Anordnungs- 
muster der Chips auf der kunftigen Schaltung oder auf ei- 
nem Abschnitt eines Schaltungstragers entspricht. 
[0014] • Der flexible Schaltungstrager ist auf alien chipzu- 
bondenden Posiuorien mit Klebepaste, Klebefolienstiicken 
oder ahnlichem Chipfixiermaterial versehen. Die Chips wer- 
den mit einem einteiligen Umsetzwerkzeug (Multitool) aus 
der Zwischenablage kollektiv entnommen und kollektiv auf 
die kiinftige Schaltung oder den Schaltungstragerabschnitt 
gesetzt 

[0015] Es ist auch moglich, dass die Chips mit einem ein- 
teiligen Umsetzwerkzeug (Multitool) aus der Zwischenab- 
lage entnommen und kollektiv mit der dem Multitool abge- 
55 wandten aktiven Seite in das Chipfixiermittel (Kleber) ge- 
dipt und danach mit dem Multitool auf die Schaltung oder 
den Schaltungstragerabschnitt abgesetzt werden. 
[0016] Fur den Harteprozess kann entweder ein geheiztes 
Multitool die Chips solange gegen die Schaltung pressen bis 
60 das Fixiermittel (Kleber) ausgehartet ist oder das Multitool 
wird abgehoben und ein geheiztes einteiliges Thermoden- 
tool wird nachfolgend auf die Chips aufgesetzt. Das Ther- 
modentool presst die Chips solange gegen die Schaltung, bis 
das Fixiermittel (Kleber) ausgehartet ist. In letzteren Fall 
65 kann das chipabsetzende Tool gegebenenfalls auch nur je 
ein Chip ablegen. Chipablegendes Tool und chipanpressen- 
des und kleberausheizendes Tool konnen jeweils unter- 
schiedhche Chipanzahlen bearbeiten. 
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[0017] Beim Ausheizen kann auch ein Anloten der Chip- 
kontakthiigel an die Schaltung erfolgen. 
[0018] Um den Chipanpressdruck fur jeden Chip im vor- 
gegebenen Bereich zuhalten, ist zumindest in der Chipan- 
press- und Hartephase .durch chipindividuelle Druckstem- 5 
pel, die auf die Unteirseite des flexiblen Schaltungstragers 
(Chipsubstrats) exakt unter jeder der vorgesehenen Chip- 
bohdstellen driicken, iiber das Chipsubstrat das Chip gegen 
das beheizte Tool zu driicken. Der Stempeldruck kann durch 
rnechanische Fedem oder durch hydraulische unid/oder 10 
pneumatische Krafte auf die Stempel erzielt und eingestellt ' 
werden. Die erfindungsgemaBe Anordnung zeichnet sich 
durch eine Reihe von Vprteilen aus. Hierzu gehoren insbe- 
sohdere: • 

15 



- Sie ermoglicht eine starke apparatetechnische VerV 
einfachung des Ghipkleberhartens bei gleichzeitigem 
planparallelem Anpressen der Chips an den flexiblen '!' 
Schaltnngstrager (Substrat).. Das Maschinenvolumen 
und die Maschinenkosten sinken damit drastisch. 20 

- Es wind eine hone Dichte von Chips pro Substratfla- 
che bei hoher Bondproduktivitat erreicht bzw. ermog- 
licht. 

- Die Anordnung gewahrleistet eine sehr schonende 
Chipbehandlung beim Chipabsetzen und Fixieren, da 25 
durch die kollektive Chipbehandlung (> 5. . .30 Chips 
pro Tool) die Chipabsetzphase bei gegeniiber der Sing- 
lechipbehandlung hoherer Pro&uktivitat langsamer ab- 
laufen kann und da in jeder Phase des Chipabsetzens 
und Kleberaufschmelzens bzw. Kleberaushartens oder 30 
Lotens die Anpresskraft des Chips gegen das Substrat 
steuerbar ist. 

- Es konnen Kleber rnit langeren Ausheizzeiten ver- 
wendet und damit qualitativ hochwertige Klebeergeb- 
nisse erzielt werden 3*5 

- Wegen der allgemein sehr geringen Dickentoleranz 
der Chips und des Schaltungstragers (Substrat) sind nur 
geringe Druckstempelhiibe erforderlich, 

[0019] Die Erfindung wird nachfolgend an einem Ausfuh- 40 
, rungsbeispiel naher beschrieben. In der zugehorigen Zeichr 
hiing zeigen: 

[0020J Fig. 1 einen Abschnitt aus einem flexiblen band- 
formigen Substrat mit den vorgesehenen Chipbondstellen in 
Draufsicht, 45 
[0021] Fig. 2 eine Chip-Zwischenablage in Draufsicht, 
[0022] Fig. 3 Substrat, Chips und Chiptransfertool in einer 
geschnittenen Seitenansicht, 

.[0023] . Fig. 4 Substrat, Chips,- Chipfixiertool und Press- 
stempel in einer geschnittenen Seitenansicht 50 
[0024] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt aus einem flexiblen 
bandfdrmigen Substrat 1 , Das Substrat 1 besteht im Beispiel 
aus 50 um dickem Polyester. Das Substratband 1 tragt auf 
seiner Oberseite Leiterbahnen 2 aus 15 um dickem, nassatz- 
strukturierten Kupfer. Die Leiterbahnen 2 enden in Chip- 55 
kontaktflachen 3, die innerhalb der kunftigen Chipbondposi- 
tionen 4 liegen. 

[0025] Die Chips 5 und 21, deren aktive Seite 6 nach un- 
ten zeigt, sind in Fig. 2 auf der Zwischenablage 8 so ange- 
ordnet, dass ihre Lage zueinander exakt der kunftigen Chip- 60 
lage entspricht, wie sie nach der in Fig. 1 dargestellten Chip- 
bondposi tionen 4 vorgegeben ist. 

[0026] Auf sechs Positionen 4 sind Chips 5 vom Typ A 
abgelegt, auf drei Positionen sind die flachenmaBig grofie- 
ren Chips 21 vom Typ B abgelegt. Die Zwischenablage 8 ist 65 
eine sehr starr im Bondgerat angedrdnete, waagerechte 
Tischflache. Die Tischflache kann weitere rnechanische Ele- 
mente (Saugkanale, chipflachengroBe Vertiefungen usw.) 



zur besseren Zwischenfixierung der Chips 5, 21 aufweisen. 
[0027] Fig. 3 zeigt die Chips 5; 21 in Seitenansicht, nach- 
dem alle neun Chips 5, 21 vom Chiptransfertool 9 gemein- 
sarn durch Ansaugen mittels der Kanale 16 aufgenommen, 
zum Substratabschnitt 1 transportiert und dort auf den je- 
weihgen Chipbondpositionen 4 abgesetzt wurden. Das Sub- 
strat 1 liegt rnit seiner Unterseite auf der Substratauflage 18 
auf. Das Substrat 1 ist innerhalb der Rache der Chipbondpo- 
sitionen 4 zuvor mit Kleber 17 beschichtet worden. 
[0028] Wie aus den Fig. 3 und 4 ersichtiich ist, sind in der 
Substratauflage 18 lagedeckungsgleich zu den Chipbondpo- 
sitionen 4 senkrechte Locher rechteckigen Querschnitts ein- 
gearbeitet, die als Pressstempelaufnahme 12 fur die in ihnen 
leicht gleitenden Pressstempel 11 dienen. Die Pressstempel 
11 tragen am unteren Ende einen Kragen 22. Der Kragen 22- 
gewahrleistet zusammen mit dem oberen Press stempelan- 
schlag 14, dass die dem Chip 5, 21 zugewandte Pressflache 
23 nur soweit aus der Substratauflage 18 herausgeschoben 
werden kann, wie dies nach den jeweiligen Materialtole- 
ranz- und Maschinentoleranzgrunden maximal erforderlich 
ist. Im Beispiel ist der maximale "Dberstand von Pressflache 
23 iiber die Substratauflage 18 auf 150 um begrenzt. Ande- 
rerseits kann die unterste Hohenstellung der Pressflache 23 
nicht tiefer sein als die Hachenebene der Substratauflage 18. 
Der untere.Pressstempelanschlag 15 verhindert ein Durch- 
fallen des Pressstempels 11 in die Druckkammer 13 der Sub- 
stratauflage 18. Die Pressstempel U werden iiber eine in 
sich leicht bewegliche Membran 19, die an der Oberseite der 
Druckkammer 13 eingespannt ist und die die Druckkammer 
13 gegen die Pressstempelaufh ahrnen 12 abdichtet, nach 
oben bewegt, sobald die Druckkammer 13 iiber den Druck- 
kanal 20 mit Gas- oder Russigkeitsdruck beaufschlagt wird. 
Der Maximalhub der Stempel 11 .betragt im Beispiel 
150 um. Unabhangig davon, welche Dickentoleranz das 
Substrat 1, die Chips 5; 21 und die Kontakthiigel 7 aufwei- 
sen und welche Hohenlagetoleranzen des Chiptransfertool 9 
oder die Substratauflage 18 aufweisen, gleiten die Press- 
stempel 11 nach oben und driicken das Substrat 1 gegen die 
Chips 5; 21, sobald im Chipabsetzfall die Druckkammer 13 
unter Druck gesetzt wird. Mit Hilfe einer Drucksteuerung 
kann der Anpressdruck und die Anpressgeschwindigkeit in 
vorgegebenen Grenzwerten gehalten werden. 
[0029] Nach dem Chipabsetzen wird das Chiptransfertool 

9 entfernt und anschlieBend das Chipfixiertool 10 aufge- 
setzt. Diese Position ist in Fig. 4 dargestellt. Das Fixiertool 

10 wird iiber Anschlage 24 rnit hpher Kraft auf den Substrat- 
abschnitt 1 bzw. die Substratauflage 18 aufgesetzt. 
[0030] Das Fixiertool 10 kann an den Stellen, an denen es 
mit den Chips 5; 21 oder Chipkleber 17 in Beruhrung 
kommt, zumindest temporar mit Antihafimitteln beschichtet 
oder belegt sein. Sobald das Fixiertool 10 aufgesetzt wird, 
wird wiederum iiber den Druckkanal 20 die Druckkammer 
13 mit Gas- oder Hussigkeitsdruck beaufschlagt und die 
Membran 19 sowie die Pressstempel 11 werden nach oben 
gedriickt. Jedes Chip 5, 21 wird unabhangig von deh jewei- 
ligen Dicken- und Hohentoleranzen mit der gleichen, vorge- 
gebenen Anpresskraft an das Substrat 1 gedriickt' Sollen 
Chips 5, 21 unterschiedlicher GroBe oder rnit unterschiedli- 
chen Anzahlen der Kontakthiigel 7 verarbeitet werden, wird 
dies iiber die Pressflachenquerschnitte 23 konstruktiv be- 
riicksichtigt. Bei Bedarf konnen die Substratauflage 18 und 
der Pressstempel 11 ebenfalls beheizt werden. Nach erfolg- 
tern Ausharten des Klebers 17 wird das Chipfixiertool. 10 
entfemt und der Substratabschnitt 1 weitertransportiert. 
[0031] Im Beispiel ist ein Ablauf dargestellt, bei dem 

"1. Der Kleber 17 in einer der Bondstation vorgelager- 
ten Station als Paste aufgetragen wird. 
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2. Das Chip 5 des Typ A unci das Chip 21 des Typ B 
auf einer Zwischenablage 8 deckungsgleich zu den 
kunftigen Chipbondpositionen 4 des Substratabschnitts 
1 angeordnet und danach gemeinsam vom Transfertool 

9 aufgenommen und auf dem Substratabschnitt 1 in das 5 
Kleberbett 17 der jeweiligen Chipbondpositionen 4 
ubertragen wurden bei gleichzeitiger Drackuntersttit- 
zung der hohenveranderbaren Pressstempel U. 

3. AnschlieBend bewirkte das Fixiertool 10 die Aus- 
hartung des Chipklebers 17 unter gleichzeitigem An- 10 
pressen der Chips 5; 21 durch die Pressstempel 11 an 
das Substrat 1. 

[0032] Je nach konkreter Auslegung von Verfahren und 
Maschinenanordnung konnen weitere Verfahrensablaufe 15 
verwirklicht werden. Beispielsweise ist es moglich, die 
Chips 5; 21 seriell (jedes fur sich) auf dem Substrat 1 abzu- 
legen, danach erfolgt das Ausheizen mit einem mehrere 
Chips 5; 21 urnfassenden Fixiertool 10 und entsprechender 
Steuerung der Pressstempel 11. 20 
[0033] Die Chips 5; 21 konnen auch gemeinsam von der 
Zwischenablage 8 auf das Substrat 1 abgesetzt werden und 
das Fixiertool 10 ubernimmt gleichzeitig die Chiptransfer- 
funktion bzw. das Chiptransfertool 9 ubernimmt auch die Fi- 
xierfunktion. 25 

Bezugszeichenliste 

1 Substrat 

2 Leiterbahnen 30 

3 Ghipkontaktfiachen 

4 Chipbondposition 

5 Chip Typ A 

6 Aktive Chipseite 

7 Kontakthiigel (Bump) 35 

8 Zwischenablage 

9 Chiptransfertooi 

10 Chipfixiertool 

11 Pressstempel 

12 Pressstempelaumahme 40 

13 Druckkammer der Substratauflage 

14 oberer Pressstempelarischlag 

15 unterer Pressstempelanschlag 
16Saugkanal 

17Kleber 45 

18 Substratautlage 

19 Membran 

20 Druckkanal 

21 Chip Typ B 

22 Pressstempelkragen .50 
23TFtessflache 

24 Fixiertoolanschlag 



.Patentanspriiche 

1 . Verfahren zum Kontaktieren von Halbleiterchips (5; 
21) auf einem flexiblen Substrat (1), auf dem geflipte 
Halbleiterchips (5; 21) mittels Kleber (17) befestigt 
werden, wobei ein Abschnitt des Substrates (1) auf ei- 
ner Subs tratauflage (18) zeitweilig gelagert wird und 
eine vorgegebehe Anzahl von Halbleiterchips (5; 21) 
rnit ihrer aktiven Chipseite (6) mittels flussigenoder 
pastosem Kleber (17) auf vorgesehenen Chipbondposi- 
tionen (4) positioniert werden, dadurch gekennzeich- 
net, dass die vorgesehene Anzahl yon Halbleiterchips-. 
(5; 21) gemeinsam mit einem Chipfixiertool (10) fixiert 
wird, wobei die Halbleiterchips (5; 21) in einer Zwi- 
schenablage (8) so angeordnet werden, dass sie der 
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kunftigen Halbleiterchipmusteranordnung auf dem 
Substrat (1) entsprechen, danach die Halbleiterchips 
(5; 21) in der Halbleitercmpmusteranorfoung mittels 
eines Chiptransfertools (9) auf den Abschnitt des Sub- 
strates (1) gesetzt werden und anschlieBend mit dem 
Chipfixiertool (10) der Kleber (17). unter Temperatur- 
und Druckeinwirkung ausgehartet wird und so die 
Halbleiterchips (5; 21) dauerhaft elektrisch undmecha- 
nisch auf den Chipbondpositionen (4) des Substrates 
(1) kontaktiert werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, daduirch gekennzeich- 
net, dass die vorgesehene Anzahl von Halbleiterchips 
(5; 21) mittels eines beheizten Chipfixiertools (10), das 
gegen Anschlage (24) auf die Rtickseite der Halbleiter- 
chips (5; 21) aufgesetzt wird und dass mittels unter je- 
der Chipbondposition (4) des Substratabschittes (1) in 
der Substratauflage (18) angebrachter, hohenstellbarer, 
druckgesteuerter Pressstempel (11) danach die Halblei- 
terchips (5; 21) liber den direkt tiber der Presstlache 

(23) liegenden Hachenteil des Substratabschnittes (1) 
und weiter tiber die auf der aktiven Chipseite (6) be- 
findlichen Kontakthugel (7) gegen das Chipfixiertool 
(19) gepresst werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass das Absetzen der Halbleiterchips (5; 21) auf 
den Chipbondpositionen (4) durch vor oder wahrend 
des Absetzens mit geringem Druck hohenverstellter 
Pressstempel . (11) und entsprechend hohenverstellter 
Chipbondpositionen (4) erfolgt. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Kraft- und Temperatur- 
einwirkung tiber eine Druck-Zeit-Steuerung wahrend 
des Fixierens und Kontaktierens der Chips (5; 21) auf 
dem Substrat (1) gesteuert wird. 

5. Vorrichtung zum Kontaktieren von Halbleiterchips 
(5; 21) auf einem Abschnitt eines Substrates (1), der 
auf einer Substratauflage (18) zeitweilig gelagert wird 
und die mit einer Einrichtung zum Zwischenlagern, 
Transportieren und zur Positionieren der Halbleiter- 
chips (5; 21) versehen ist, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Vorrichtung eine Zwischenablage (8), ein 
Chiptransfertool (9) und ein Chipfixiertool (10) enthalt, 
wobei das Chiptransfertool (9) Aufhahmen fur ein oder 
mehrere Halbleiterchips (5; 21) aufweist und das Chip- 
transfertool (9) Kanale (16) enthalt, mit denen die 
Halbleiterchips (5, 21) angesaugt werden, und wobei 
das Chipfixiertool (10) beheizbar ist und Anschlage 

(24) aufweist, mit denen es auf dem Abschnitt des Sub- 
strates (1) und/oder auf die Substratauflage (18) aufge- 
setzt wird. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass in der Substratauflage (18) lagedek- 
kungsgleich zu den Chipbondpositionen (4) hohenver- 
stellbare, druckgesteuerte Pressstempel (11) angeord- 
net sind und sich unterhalb der Substratauflage (18) 
eine Druckkammer (13) befindet, und durch Druckbe- 
aufschlagung die Pressstempei (U) bewegt werden, 
und an der Oberseite der Druckkammer (13) eine 
.Membran (19) zur Dichtung der Druckkammer (13) 
eingespannt ist. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Pressstempei (11) an ihren unteren 
Enden einen Kragen (22) aufweisen. 

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 5 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Fixiertool (10) an den 
Stellen, an denen es rnit den Chips (5; 21) oder mit 
Chipkleber (17) in Beruhrung kommt, mit Antihafimit- 
teln beschichtet ist. 
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9. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 6 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Substratauflage (18) . 
und die Pressstempel (11) beheizbar sind. 
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